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Se sabe que se pueden produsir cuadfos de olie
cuitos eléctricos impresos aplicande une capa protectors
6 méscara con la forme del cirvculto que se desee sobwe
la superficis de una pelicula metélicag poxr ejemplo cobre,
laminada e une base no conduetora y tratendo despuds la
pelicula metdlics enmascarada con un resctivo atscenio.
La pelicula metdlica no cubierts por la capa protectors
) héscara se disuvelve, nmientras que le pelicula metdlice
cublerta por la capa protectora permenece sobre la bssc

formando el circuito deseado. Si se utiliza une alescidn

de plomo-estafio (cominmente llamada "swelda") como capa

protectora, el circulto impresco resulbtante tiene uns capsa
de pelicula metdlica con la forms del 'circuito impreso ad
herida a una base no conducbora, con una cape superpvesta
de aleacidén de plomo-estaiio.

. Las soluciones de persulfato de amonio scn con
venientes cbmo regctivo atacante para la elaboracidén por-
que no generardn vepores nocivos, son fédciles de trabajar
y no son relativamente corrosivas para ciertos metales cg

mues de fabricacidn, como es el acero inoxidable. tros

reactivos atacantes que se ubllizan en la produccidén de

cuadros de circuibos impresos comprenden écido crémico,

dcido crémico-gcido sulftrico y clorato sédico alcalino.

Estos resctivos atacantes particulsrmente 1os
persulfatos, tienen una grave desventaja. ¥En la produc--
cién de cirecuitos impresos en los que se emplean come ca
pas protectoras aleaciones de plomo-estailo, es convenien
te gque la capa protectora de susida esté limpia y pulids

para que lz suelde que permanece sobre el circuito se pue

i<

da conectar fécilmente, por ejemplo por esiafio-zcidaivnra



por inmersidn, & otros elementos del clrcuito. _Hérobstan-

te, cuando se efectis ol ataque quimico con persulfatos y

otros resctivos atscantes semegjentes, la capa protectora

de plomo-egtalio se descolora en clertos puntos y se obscu
5. rece (1o cual se conoce como “moiteado"), ¥y con frecuencia
ge ferma un depdsito pulverwlento blanco.sobre la superfi
cie de la suelda. Zntonces se debe eflectuar una opera-
cién adicional para eliminar estos depdsitos y decolora-
ciones; si no se eliminan, el cireuvito impreso resulltante
10, tiene una superficie que no es ¢lécetricamente limpia, ¥ |
que Tinalmente puede producir corrosién (el sistema en el
que ce emplea el circulto impreso. Ademds, la apariencia
del circuito metalizado con estafio-soldadura resulta tan
poco atractivo que los fabricantes de productos eléctri-
15. cos acabados no los emplearian.

Se_han concebido diversos medios para eliminar
estog depbésitos y decoloraciones., Uno ﬁe estos medios
comprende tratar le estafio-soldadura afectada con una so-
Jucién Ge dcido clorhidrico acuoso para desprender la ma—

20. teria extraiia, raspando despuds mecdnicamente la materia
desprendida, por ejemplo, con un cepillo de alambres, pa-—
re eliminarla., Egte procesdinmiento implica ambos trata—
mientos quimico y mecdnico; ni el deido clorhidrico ni el
tratamiento de abrasidn eliminan por gi mismo ioé depési-

25. tos ¥y descoloraeiones; ‘

Otra técnica de limpieza que se ha encontrado
conveniente es la expuesta en la patente Estadounidense
3,181,984, concedida g William J., Tillis, el cuatro de ma-
vo de 1965. Por este procedimiento, el circuito impreso

30. mordentado con capa protectors de suelda se sumerge en una
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solueidn que contiene deido fluobbrico y tiourea. Hsts
inmersidén exige un tilempo del orden de vnos 2 minuios,
aun cvando la limpieza de una descoloracidén ligera se pue—
de efectuvar tan solo 45 segundos. Ademds, el bafio de lru~
famiénto se ha de mantener'preferiblemente o temperaihuras
del orden de 388C a 548C, atn cuando se puedan emplesy
temperaturas en el bafio de tan solo 329,

Segun el ﬁresente invento, los circuitos impre-
s0s con capa protectora de suelda qué se han mordentado
por contacto con un reactivo atacante, preferiblemen%e per
sulfato de amonio, se pueden limpiar y pulir por simple
contacto del circulto mordentado con una golucidn acuosa
de dcido bromhidrico por espaoib de b segundos por lo me~
nos. De una forma discrecional se puede emplear tiourea
en cantidades del 1 al 20 % del peso de la solucidén de lim
pieza, junio con el dcido bromhidrico, para obtener la lim
pieza mds eficaz.

- Utilizando el presente invento, se produce un
cuadro de circuito normal colocando una mdscara de suelda
sobre la superficie de una, pelicula metdlica, frecuentemen
te cobrs, laminads a une base no conductora. Esba se su-
merge entonces en un reactivo atacante durante wn periodo

de tiempo suficiente para mordentar las partes de la pell-

cula metdlica no cubliertas por la méscara. De prefereuncis

el ebague guimico se lleva a cabo con una solucidén acuosa

de persulfato de amonio a 0,75-1,25 moles % y a una tempe-
ratura de 35¢C a 57¢C. E1 ataque quimico tienerlugar bien
por inmersidn normsl 6 por pulverizaeidn con reactivo ata-
cante. Con un procedimiento tipicq de ataque quimico por

inmersién, una pieza a elaborar con una capa de cobre enmas-
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carada se sumersc en el reactivo atucante durante el tiem
pe necesario para atacer la superiicle al descublerto.
Con la técnica de ztague quimico por pulveriszacidn, la =0
lucién de persulfato sc descargs desde una hoquilla pulve
rizédora 2 pregidn yrel choryro incide gobre la pleza en-
mascarads a elaborar. Para aumentar la velocidad de ata-
gque quimico, se puede emplear también una sal mercirica.
Eata téenlcu tradicional de ateque quimico con persulfato
produce un oscurecimiento de la capa protectora de suelds
y btambién puede formar un depdbsito blanco pulverulento
gobre la misma. XL oscurecimiento se pone particularmen-
te de evidencia cuando la solucidén reactive contlene una
cantidad sensible de iones de cobre,

Segin el presente invento, el cuadro de circul
to con capa protectora de éuelda mordentado se introduce
en una solucidn acuosa de dcido brombidrico. Se puede em
plear sin diluir el grado comercial de dcido bromhidrico,
due es HBr sl 48 % en peso en agua. No obstante, si se
desea se puede reduelr la concentracidén del HBr reducien—
do tan solo en un 0,5 % en volumen el HBr al 48 #. Normal
mente un cuadro de circuito con capa protectora mordenta-
do se sumerge por espacio de 5 a 120 segundos para conse-
guir una bueng limpieza. Una inmersidn por espacios de
tiempos guperiores a 120 seaundos no produceAefecﬁo perju
dicial alguno en el procesc de elabtoracidn, péro suele
ger innecesario,

La temperatura de la golucidén puede oscilar en-
tre la temperatura ambiente, por ejamplo, unos 24¢C, hasta
el punto de ebullicidn de la solucidén. Normalmente, si se

calients la solucidn, serdn suficicntes temperaturas auc
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alcancen hasta umos 492C pars reducir ol tiempe G Sraisn-
miento a un minimo. Se pueden emplear btempersturas supa

A S

v

riores a 492C; pero sin conseguir beneficio alguno adicin

nal. Es preferible trabajar con temperzturas comprenii-

das dentro de la escala de unos 248C & unos 4920 pers fa-
cilitar ls operacidn. )

En la mayorisa de los casoé 36 ha averiguado que
la adicién de tiouree.zumenta la accidn deo linpieza cuan-
o se encuentra presente en cantidades del orden del 1 al
20 %,'basado en el peso de la solucidn. 4 pesar de gue
el uso de tiourea no es esenciazl, se ubiiiza cuando se de-
sean obtener los mejores resultados posibles.

La suelda que se puede tratar por el procedimien
$0 del invento comprende de un 40 & un 80 % en peso Ge Lo
mo y de un 60 a 20 % en peso de esbsiio. XLa proporcidn
exacta entre el plomo y el estafio en 1 suelda no es wn
Tactor critice para el presente invento y puede varisr om-
plismente, dependiendo del punto de fusién que se desee
en la estafiosoldadura,

Las soluciones de meactivo stzcante de persul-
fato de amonio utiligadas para mordenisr los circuitos del
invento pueden contener también aditives, por ejemplo una
sal merctrica, 4cido sulfirico y decido fosféricp, pars
gyudar sl proceso de ataque quimico.

Una solucidn tipica abrilisntadora 6 de pulimen..
tado pare circuitos mordentados con capa protectora de

suelds es:

.

Acido bromhkidrico - 10 % en volumen
(48 % en peso)

LSRN

Tiourea - 10 % en peso

Jlios ejemplos gue siguen sirven para ilustrar sl
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presente invento, pero no se dehen considerar como limita-
cidn al alcance del mismo,

EJIEMPLO 1

PIme i irociunhy ROy

3e efectuaron una serie de experimentos utili-
zando cuvadros de circuito para pruebas que tenisn dimen-
giones de 5,1 cm pof ‘1,6 cm y estaban laminados en wn la=
do con cobre a razén de 0,61 gramos por centimetro cuadra
do, con un espesor de 0,071 mm. Una capa protectora de
suelda con la forma del circuito deseado, que contenia
wn 60 % de estafio y un 40 % de plomo (suelda eléetrica
comtn), se depésito sobre el cobre de los cuadros de cir-
cuito citado. Estos cuadros se mordentaron en una solu-
cién acuosa reactiva de persulfato de amonio de contenia
240 gramos de persulfato de amonioc y 26,2 gramos de co-
bre disuelto por litro, 5 ppm de cloruro merctrico (basa-
do en el total de reactivo stacante) y un 1,5 % en #olu—
men de &cido fosférico al 85 %. Una vez efectuado el ata
que quimico, los cuadros de circuito se depositaron en
soluciones de deido bromhidrico durante los perlcdos ex—
puestos en la tabla I, ILa temperatura de le solucidn de
gcido bromhidrico era de.2496. En la tabla I se exponen
las concentraciones de las soluciones acuosas de dcide
bromhidrico. En la tabla I se expone también'la aparien-
cia de la suelda despuéds de este tratamiento. “Se inspec~
cionaron los cuadros de circuitos para determinar su cla-
gificacidn generai en términos de limpieza y apariencia,
asl como lg tonalidad~éspecifioa de gris que tenia ls
suelda y el grado de "motezdo". Bl término "moteado" se
refiere a la cantidad de descoloracidén localizada que tie

ne lugar sobre la superficie de le suelda, En generel,
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dichas decolorsciones localigzadss 6 moteade indlicen una

limpiese incompleta.

TABLA T
Avariencia de ls
Porcentaje en volumen T Tiem suelde despuds de la limpieza
de HBr al 48 % en pe- po
80, de Tomalidad Qe Grado de motes~ Clagifi-
: : inmer  gris. do. caclln ge-
gidén neral.

segundos.

0,0 0 Oscuro Moderado ‘Deficientis
100,0 5 Muy claro Fingunc Zxcelente
] 15 1 ) 1 ]
1 30 " 1 "
|! 60 l_l it i
l‘l 120 l_l s l_! "
5 O , 0 5 n l‘l i
1 15 " n 1]
1 . 30 it " u
i 60 L S "
|__| 120 . |_l l_l "
25,0 5 " 1 1
noo 15 no- 1 "
u 30 H . i I
] : 60 " " it
!.' 120 " o E
12,5 5 i n "
on ] 15 n it "
!_t 30 " 1" "
t 60 " ; ‘-' "
Y 120 n . i l
6,0 15 Deficiente Ligero Muy bueos
" , 30 Muy claro Winguno Excelents
1 . - 60 1" it I
I 1200 0 00 w7 . u
3,0 15 Claro Ligero Regular
1" . 30 n it . 1
" 60 Ligero Muy ligero HMuy buena
t 120 1t it u
1,5 60 Claro Moderado Bxcelente
H 120 Muy clarc Muy ligen Muy buena
0,5 60 Claro u Excelants
13 3_20 1] 1] u
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Se repitid el procedimiento del ejemplo 1, o

excepcidn de que en algunos de los experimentos las formu~

laciones de limpleza contenian tiourea ademds del deido

5. bromhldrico. Las cantidades de tioures y dcido bromhidri-
co, asi como la bemperabtura de¢ la golucidn y el $iempo de
inmersién, se exponen en lae tebla I, Ia apariencia gene~
ral de los cuadros limpios se indica también en la tgbla II

TABLA IT

Porcentaje Tiourea  Temperatura  Tiempo Apariencia de 1la suelds

en volumen {porcenta- (ecC) de inmer~ (clasificacidén genersl)

de HBr a1l je en peso) 8ién (se-

48 % en pe ' gundos )

10 0 38 60 Muy buena
it 2 " " ] u

7 4 " 1t ) i} i

t 6 " oo Excelente
1 8 n 1 1

" 10 " " ]

f] 20 i "o n

i 0 g 5e Regular

" " " 15 Buena

] ] " 30 u

n u 24 5y 60 ~Muy buena
i 1 38 - 60 T ]

" n 49 n Ton n

" 10 38 " Excelente

RN " 49 ] "
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el mismc tipo de cuadros de prusbas expuestos en el ejci-

etague gulnico ge efeotud

$ed

plo 1, a excepcidn de que e
con reactivo atacante acuoso cue contenia 240 gramnovs de
persulfato de amonio y 26 gramos de cobre disuelto por
litro y 5 ppm de cloruro mercuricoe (basado en el reactivo
atacante total). Tos crvadres mordentados resultanies se

limpiaron después viiligando la formulacidn que sizue:

Acido bromhidrico 10 % @821 volumen de 1z
(50 % en peso) solucidén de limpieza
Tiourea 10 % del peso de la solu-

cidén de limpisezs
La temperatura de la solucidn de limpieza era
de 382C y el tiempo de inmersidn fué de GO segundos.
La suelda, después de la limpieza, tenia una tonalided
gris muy clara, no tenfa moteado y posela una capacidad
excelente para la estafiosoldadurs con otros componerntes.

Experimento B-Técenica anterdor al invento

Se repitid el mismo procsdimiento seguido en el
experimento 4, a excepcidén de gue los cuadros mordentados
resultantes se limpiaron witilizsndo una solucidn de 4eido
fluobdérico/tiourea. Ista golucién contenla 378,5 cc de
dcido fluoborico al 48 %, 378,5 gramos de tiourea y 38,0
ce de Triton X-100, uvn agente tensioaoﬁivo'ihiénico, dilui-
da con agua pera former 3,785 litros de solucibén, Este
producto de limpieza se mantuve & 49¢C y los cuadros se
sumergieron en el mismo por espacio de 90 segundos. Ia
guelda, después de la limpieza, tenia uvna tonalidad cceu-

ra de gris, un grado ligero de noteado y une excelenbe ce-

pacidad para la estafiosoldadurs con otrog componentes.
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Experimento C-Tdenica sxnberior

a excepcibn de que la sclucidn de limpieza consistia en
una solucién de 4cido clorhidrico. En este experinento

los cuadros de prueba mordentadcs ss sumergieron DPOL egpe

&L

~
G-

cio de 3 minutos a 23°C en una solucidén que contenia un
10 % en volumen de 4cido clorhid*ico concentrado (36 % en
peso) en agua. La suelda, une vez limpia, tenla uns tong
lided gris oscura, un ligero grado de moleado y una erco-
lente capacidad de soldadura con 0tros componentes.
EJEMPLO 5.

Se repitid el procedimiento del ejemplo 4, expe-~
rimento A, empleando uns golucidn acuosa que conbenia 240
gramos de gcido crdmico y 180 gramos de HZSO4 por litro
como reactivo atacante y se obtuevieron prédcticamente los
mismos resultados que en el experimento A. Se obtuvo una
suelda limpia de color gris claro sin moteado y con una

capacidad excelente de estaiiosoldadura,

N O T A&

~Descrita suficientemente la naturaleza del in-
vento, asi como la manera de realizarlo en la prictics,
debe hacerse constar gue lés disposiciones anteriormente
indicadas son susceptibles de modificaciongs de detalle
en cuanto no alteren su principio funaamental;'también
ge hece coustbar que el inventc se refiere a uma solicitud
de patente nreocntada en Norteamérica, con fecha 1 de ma-
yo de 1969, bajo el ntmerc Ser., Fo. 821.088, acogiérivae
por 1o tanto, a los beneficios cue conceden los Convenics
Internaciohales en vigor, siendo lo gue constiiuye la esen

cle del referlido invento y por 1o que se solicita Fatenie
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de Invencidn por 20 afios en ks

para limpiar y pulinentar una
de plomo-estafio; carcclerizdndose por lo siguilente:

1.~ Procedimiento par" 1in + ¥y pulimentay uvus
caps orotectora de suelda de plomo-estalio, de un cuadro
de circuito impreso que se ha puesto en contacto con wvn
resctivo atacante durante el =izque quimico de dicho cua~-

.

dro, ceracterizado porgue dicha capa protectora de svelds

b \'}

ee pone en contecto con uma solueidn scuosa de deido brop
hidrico por espacic de unos 5 segundos por 10 menos.

2.~ Procedimiento segun la reivindicacién 1,
caracterizado porque la ftempesraturs de dicha solweidn
acuosa es de por 1o menos 240,

3.~ Procedimiento gegin la reivindicacidn 1,
caracterizado porque la temperatura de dicha solucidn es
de unos 24 a unos 492C.

4.~ Procedimiento segin la reivindicacidén !,
caracterizado porque dicha soluecidn corntiene tiourea en
cantidades del orden de 1 a 20 % del pesc de la solueién.

Ba- Prooedimienﬁo segin la reivindicaciotn 1,
caracterizado vorgue dicha capa protectorarde suelda se
pone en contacto con dicha solucidn acuosa por espacio
de unos 5 a 120 segundos . |

6.~ Procedimiento segtin la r91v1na1u8016n 1,
caracterizado porque dicho reactivo atacante es una s0lu-
ién acuosa de persulfato de agpnio de 0,75 a 1,25 meolec
Joe

7.~ Procedimiento para limpiar y pulimentar
g cepa protectora de suelds de plomo-estafio; tal y coe

mo queda sustancialmente descirite en la presente memoria.
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